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(54)【発明の名称】 有機ＥＬ表示装置

(57)【要約】
【課題】  基板上に陽極層と有機材料を含む発光層と陰
極とを順次積層形成した有機ＥＬ素子を、該基板と対向
配設した封止基板により閉空間内に有機ＥＬ素子を封止
した従来の有機ＥＬ表示装置において、例えば大面積化
を図ろうとするとリークやショート不良が発生するとい
う問題があった。本発明は、軽量化、薄型化、大面積化
の全ての条件を低コストで満たすことでき得るようにし
た有機ＥＬ表示装置およびその製造方法を提供すること
を目的とする。
【解決手段】  上記有機ＥＬ表示装置において、陽極を
形成した後に、発光領域となる陽極上に感光性樹脂材料
を用いたスペーサを設け、その後に有機材料を含む発光
層、陰極層を順次形成して有機ＥＬ素子を形成し、その
後、封止基板により封止して有機ＥＬ表示装置を得る。
封止した有機ＥＬ表示装置の基板がたわんでも、スペー
サが発光領域内に存在するので有機ＥＬ素子に封止基板
等がぶつかって発生するリークやショートといった不良
が低減される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  第１電極と、有機材料を含む発光層を備
えた有機ＥＬ層と、第２電極を積層形成した有機ＥＬ素
子を設けた設置基板、および上記有機ＥＬ素子を覆い設
置基板と対向配設した封止基板により閉空間中に有機Ｅ
Ｌ素子を封止した有機ＥＬ表示装置において、
上記有機ＥＬ素子の発光エリア内には有機ＥＬ層ととも
に非導電性のスペーサを有しており、上記スペーサは有
機ＥＬ素子表面よりも封止基板側に突出し、且つ少なく
とも設置基板および／または封止基板がたわんで閉空間
が狭まった際に封止基板内面に当接する厚みを有し、閉
空間を形成する両基板内面間の間隙が１０～１００μｍ
の範囲である、ことを特徴とする有機ＥＬ表示装置。
【請求項２】  上記スペーサの設置面積が、有機ＥＬ素
子の発光エリアの面積に対し１０％以下である、ことを
特徴とする請求項１に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項３】  上記スペーサは６０μｍ以下の径の柱状
をなして第１電極上に形成されており、有機ＥＬ素子の
発光エリア内に点在している、ことを特徴とする請求項
２に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項４】  上記スペーサが感光性樹脂を含み１０μ
ｍ以上の厚みである、ことを特徴とする請求項１から請
求項３のいずれかに記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項５】  設置基板上に第１電極を形成する工程
と、第１電極上に有機ＥＬ層および第２電極を形成して
有機ＥＬ素子を作成する工程と、封止基板を設置基板に
対向配設して有機ＥＬ素子を覆って封止する工程とを順
に実施して有機ＥＬ表示装置を製造する方法において、
上記第１電極形成工程と有機ＥＬ素子形成工程の間に、
第１電極上に感光性樹脂材料層を形成し、これを露光し
て所定形状のスペーサを設けるスペーサ形成工程を実施
する、ことを特徴とする有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項６】  上記スペーサ形成工程がスペーサ形成後
に物理的な基板洗浄を実施するサブ工程を含む、ことを
特徴とする請求項５に記載の有機ＥＬ表示装置の製造方
法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、有機ＥＬ素子、有
機エレクトロルミネセンス素子、有機電界発光素子、有
機ＬＥＤ素子等と称される有機薄膜のエレクトロルミネ
センス現象を利用した有機エレクトロルミネセンス素子
（以下、有機ＥＬ素子という）を用いた有機ＥＬ表示装
置に関するもので、例えばドットマトリクス表示装置な
どのディスプレイパネルや、液晶表示器のバックライト
等に使用され、特に大面積の有機ＥＬ表示装置に好適に
適用され得るものである。
【０００２】
【従来の技術】従来、有機ＥＬ表示素子８０は、例えば
図５に示すように構成されている。ガラス基板８１上に
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設けたストライプ状のＩＴＯ（Indium Tin Oxide）透明
電極からなる陽極層８２と、その上に積層した有機ＥＬ
層８３と、陽極層８２と直交するストライプ状の陰極層
８４と、から構成されている。
【０００３】このような構成の有機ＥＬ素子８０によれ
ば、一対の電極８２、８４間に図示しない電源から所望
の電力を供給することにより、電極８２、８４間に挟ま
れた有機ＥＬ層８３から発光が生じ、これが視認される
ものとなる。この例においては、ストライプ状の電極を
用いた単純ドットマトリクス型としているので、ストラ
イプ状の陽極層８２および陰極層８４に所望の信号を入
力することにより、各電極間に挟まれた有機ＥＬ層８３
をドット単位で発光を制御することができる。
【０００４】陽極層８２は、ニッケル、金、白金、パラ
ジウムやこれらの合金或いは酸化錫（ＳｎＯ２）、沃化
銅などの仕事関数の大きな金属やそれらの合金、化合
物、更にはポリピロール等の導電性ポリマーなどを用い
ることができるが、一般にはＩＴＯ透明電極が多く用い
られている。陰極層８４は、電子注入性に優れた材料を
用いることが好ましく、電子注入効率の向上が図れる仕
事関数の小さな金属材料（低仕事関数金属材料）が用い
られている。一般的にはマグネシウム－銀や、アルミニ
ウム－リチウム等が用いられている。有機ＥＬ層８３
は、例えば陽極層８２側から順に正孔輸送層８３ａと有
機発光層８３ｂを積層した２層構造とされ、正孔輸送層
８３ａとしてはＮ，Ｎ－ジフェニル－Ｎ，―ビス（３－
メチルフェニル）１，１－ビフェニル－４，４－ジアミ
ン（Triphenyldiamine、以下ＴＰＤと略記する）を、有
機発光層８３ｂとしてはトリス（８－ヒドロキシキナリ
ナト）アルミニウム（Tris(8-hydroxyquinolinato)Alum
inium、以下Ａｌｑと略記する）等が用いられている。
【０００５】このような構成の有機ＥＬ素子８０を大気
中でそのまま駆動した場合には、低電圧で発光が可能な
反面、湿気や熱等により劣化が促進され発光特性が劣化
する。特に、素子の周囲に酸素や水分があった場合に
は、酸化が促進され有機材料の変質、膜の剥がれ、ダー
クスポット（非発光部）が成長し発光しなくなるなどの
現象が表れ、結果として寿命が短いという問題がある。
【０００６】そこで、このような問題に対して、有機Ｅ
Ｌ素子が大気に触れないように封止することが提案され
ている。例えば図６に示す有機ＥＬ表示装置９０は、有
機ＥＬ素子８０を形成した一方の素子基板８１と、有機
ＥＬ層８３等を覆うように所定の間隔を隔てて対向配設
した他方の封止基板９１と、有機ＥＬ層８３が外気に曝
されないよう両基板８１、９１間を接着固定して封止す
るシール層９２と、該シール層よりも外側に引き出され
た陽極層８２および陰極層８４とからなる。また、封止
基板９１の内面には乾燥剤９３を配設して封止空間９４
内における水分量を低減させている。封止基板９１とし
ては例えばステンレス製の金属板等が用いられ、乾燥剤
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９３としては例えば酸化バリウム粉末をテープ等で固定
して用いる。
【０００７】このような構成の有機ＥＬ表示装置９０に
よれば、有機ＥＬ素子８０が外部雰囲気に曝されること
がないので、ダークスポット不良の発生等が抑制され寿
命を長くした有機ＥＬ表示装置が提供される。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】ところで、このような
有機ＥＬ表示装置９０を用いた平面ディスプレイパネル
は実用化され始めており、ＴＦＴを用いたパッシブマト
リクスカラーディスプレイも発表されており、有機ＥＬ
表示装置９０を大面積化、軽量化するための検討もなさ
れてきている。例えば、発光エリア（表示部）を大面積
化するために上記した有機ＥＬ表示装置９０の面積をそ
のまま大きくすると、有機ＥＬ素子８０を傷つけ電流リ
ークやショートが発生することがあった。この原因は、
有機ＥＬ素子を形成したガラス基板８１および封止基板
９１が自重によりたわみが発生し、たわみ量が多い場合
には封止空間９４内において有機ＥＬ素子８０と封止基
板９１若しくは乾燥剤９３とがぶつかりあい、これによ
り有機ＥＬ素子８０を傷つけ、電極間でショートした
り、電極と封止基板等との接触によるリーク電流が発生
したりしたものと思われる。また、軽量化、薄型化のた
めにガラス基板８１および／または封止基板９１を薄く
したり、封止空間９４の基板間距離を小さくした場合に
おいても、同様のリークやショートが発生した。これら
のリークやショートは、振動テストにより顕著に発生す
る。そのため、携帯・移動機器に使用したり、振動の生
じやすい機器に使用する場合には、たわみの発生しにく
い条件の基板、基板間距離、面積とした有機ＥＬ表示装
置としなければならないため必然的に厚い表示装置とな
り、軽量化、薄型化、大面積化の全ての条件を低コスト
で満たすことは難しかった。
【０００９】そこで、かかる問題を解決するために、図
６において有機ＥＬ素子８０上に紫外線硬化樹脂を塗布
形成し、その後に有機ＥＬ素子の発光エリア（表示部）
全面を露光して封止空間９４内を樹脂層にて固定した有
機ＥＬ表示装置９０を作成した。この場合においては、
上記した問題は発生しなくなったものの、有機ＥＬ素子
８０を形成した後に、有機ＥＬ素子上に樹脂層にて固定
する必要があるため、製造工程が煩雑であった。また、
一般に有機ＥＬ素子は、有機ＥＬ層８３に用いられる有
機材料の耐水性、耐溶剤性、耐熱性が低く、使用する陰
極材料の耐湿性も低いために、有機ＥＬ層を形成した後
の工程において、有機ＥＬ素子上に積層するために使用
できる樹脂材料が限定される。更に素子全体を覆うこと
は、製造コストが高くなると共に、全体の重量が増加す
る傾向にある。さらに有機ＥＬ素子８０全体を覆うため
熱膨張係数の相違等に起因して陰極界面での剥離が発生
し、特に薄型大面積を実現するためには大きな支障とな
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っていた。
【００１０】本発明は、以上の点から、薄型化、大面積
化、軽量化の可能な、有機ＥＬ素子を封止した有機ＥＬ
表示装置およびその製造方法を提供することを目的とし
ている。
【００１１】
【課題を解決するための手段】上記目的は、本発明の態
様によれば、（１）第１電極と、有機材料を含む発光層
を備えた有機ＥＬ層と、第２電極を積層形成した有機Ｅ
Ｌ素子を設けた設置基板、および上記有機ＥＬ素子を覆
い設置基板と対向配設した封止基板により閉空間中に有
機ＥＬ素子を封止した有機ＥＬ表示装置において、上記
有機ＥＬ素子の発光エリア内には有機ＥＬ層とともに非
導電性のスペーサを有しており、上記スペーサは有機Ｅ
Ｌ素子表面よりも封止基板側に突出し、且つ少なくとも
設置基板および／または封止基板がたわんで閉空間が狭
まった際に封止基板内面に当接する厚みを有し、閉空間
を形成する両基板内面間の間隙が１０～１００μｍの範
囲である、ことを特徴とする有機ＥＬ表示装置、により
達成される。
【００１２】この態様では、大面積化したり、薄い基板
を用いたり、基板間距離を極めて小さくした有機ＥＬ表
示装置を作成した場合であっても、基板間にスペーサが
存在するのでショートやリークの発生を防止した有機Ｅ
Ｌ表示装置を提供することができ得る。
【００１３】また、上記目的はさらに、（２）上記スペ
ーサの設置面積が、有機ＥＬ素子の発光エリアの面積に
対し１０％以下である（１）に記載の有機ＥＬ表示装
置、および（３）上記スペーサは６０μｍ以下の径の柱
状をなして第１電極上に形成されており、有機ＥＬ素子
の発光エリア内に点在している（２）に記載の有機ＥＬ
表示装置、により達成される。これらの態様によれば、
スペーサの占有面積を小さくして非発光部となるスペー
サ設置箇所が目立ちにくい有機ＥＬ表示装置を提供する
ことができ、（３）の場合には観察者の近傍で直接観視
する表示装置において、発光（表示）部内にスペーサに
よる非発光部が存在する場合であっても、さらにスペー
サが目立ちにくい有機ＥＬ表示が提供でき得る。
【００１４】また、上記目的は、（４）上記スペーサが
感光性樹脂を含み１０μｍ以上の厚みである（１）～
（３）のいずれかに記載の有機ＥＬ表示装置、の発明の
態様により達成できる。この態様によれば、従来では得
ることのできなかった位にギャップを狭くして薄形化を
図り且つ面積を大きくした有機ＥＬ表示装置が、比較的
簡便な構造で提供され、上記した目的が達成される。
【００１５】また、本発明の他の態様によれば、（５）
設置基板上に第１電極を形成する工程と、第１電極上に
有機ＥＬ層および第２電極を形成して有機ＥＬ素子を作
成する工程と、封止基板を設置基板に対向配設して有機
ＥＬ素子を覆って封止する工程とを順に実施して有機Ｅ
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Ｌ表示装置を製造する方法において、上記第１電極形成
工程と有機ＥＬ素子形成工程の間に、第１電極上に感光
性樹脂材料層を形成し、これを露光して所定形状のスペ
ーサを設けるスペーサ形成工程を実施する、ことを特徴
とする有機ＥＬ表示装置の製造方法、により比較的簡便
な方法で、上記目的を達成する有機ＥＬ表示装置を得る
ことができる。さらに、（６）上記スペーサ形成工程が
スペーサ形成後に物理的な基板洗浄を実施するサブ工程
を含む（５）に記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法によ
り、上記目的が達成できる。この態様によれば、有機Ｅ
Ｌ素子を形成した後の状態で洗浄することの困難な有機
ＥＬ素子において、有機ＥＬ層を形成する前の段階で念
入りに洗浄を実施することができるので、スペーサを設
けることで発生しがちな埃塵等の付着物による汚染を防
止して、ダークスポット等の発生原因と推定される付着
物等が殆ど存在しない清浄な状態の第１電極上に有機Ｅ
Ｌ層を形成し、安定した特性の有機ＥＬ素子を歩留まり
よく製造することができ得る。
【００１６】
【発明の実施の形態】以下、この発明の好適な実施形態
を図１から図６を参照しながら、詳細に説明する。
【００１７】図１および図２は、本発明による有機ＥＬ
表示装置の一実施形態の構成を示している。有機ＥＬ表
示装置１は、ガラス等からなる透光性基板２と、その表
面に形成した有機ＥＬ素子１０と、有機ＥＬ素子１０が
水分等の外部雰囲気の影響を受けないように有機ＥＬ素
子１０から所定の間隔を隔てて配設した封止基板３と、
両基板２，３を接着固定する外周部に設けられたシール
４と、から構成されており、これにより閉空間となる封
止空間５が両基板間に形成される。また、封止空間５内
の封止基板３表面には乾燥手段６が配設されている。
【００１８】上記有機ＥＬ子１０は、透光性基板２表面
に形成された透光性の第１電極１１と、第１電極１１上
に積層した有機化合物からなる発光層を備えた有機ＥＬ
層１２と、第１電極と仕事関数の異なる第２電極１３
を、例えば蒸着法により順次積層して形成する。また、
必要に応じて有機ＥＬ素子１０を覆う封止層１４が、例
えば無機化合物膜と有機化合物膜とを積層形成する等の
方法により形成されている。また、第１電極１１と第２
電極１３は、その一部が封止空間５の外部の基板端部に
まで延長され、この第１電極１１と第２電極１３との間
に電界を印加することにより有機ＥＬ層１２にて発光
し、第１電極１１および透光性基板２を透過して光りが
出射される。図１においてはシール４にて囲まれた封止
空間５内の第１電極１１と第２電極１３とが重なってい
る領域が発光（表示）エリア７となる。
【００１９】以上の構成は、従来の有機ＥＬ表示装置と
ほぼ同様の構成であるが、本発明実施形態による有機Ｅ
Ｌ表示装置１においては、以下の点で異なる構成になっ
ている。有機ＥＬ表示素子１０と封止基板３の間の封止
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空間５には、非導電性材料からなる柱状のスペーサ８が
配設され、封止空間５のギャップの極小値を制御して有
機ＥＬ素子１０と封止基板３もしくは乾燥手段６、即ち
有機ＥＬ素子１０と対向する封止基板３の内面側表面が
接触することを防止している。スペーサ８は第１電極１
１表面上もしくは透光性基板２表面上に形成されてお
り、かつ、封止した有機ＥＬ表示装置１の発光（表示）
エリア７の領域内に少なくとも１個以上が存在してい
る。
【００２０】上記のような有機ＥＬ表示装置１を形成す
るには、例えば図３に示す工程により製造する。まず、
有機ＥＬ素子１０を形成するための透光性基板２を準備
する。好適にはＩＴＯ透明電極付きガラス基板２を用意
し、公知のフォトリスグラフィ工程を実施して所定形状
のパターニングを施して洗浄する。図３（ａ）はガラス
基板２表面の略全域にＩＴＯ透明電極からなる第１電極
１１を形成した後の状態を示す。
【００２１】次に図３（ｂ）に示したスペーサ形成工程
を実施する。第１電極１１上に感光性樹脂層２２をスピ
ンナー、ロールコータ、スプレー等を用いて塗布形成
し、プリベークを施した後にスペーサ設置位置に応じた
開口を有する露光マスク２０を介して光線２１を照射し
て露光、現像、リンス、ポストベーク等の処理を施す。
これにより図３（ｃ）に示したようにスペーサ８が第１
電極１１上に形成される。感光性樹脂として紫外線など
の所定の波長の光線を照射することで照射部分の樹脂が
重合して硬化する性質を有するネガタイプを用いる場合
には、スペーサ設置位置に開口部を形成し他の領域に遮
光膜を形成した露光マスク２０を用いる。
【００２２】スペーサ８は、図３（ｃ）のように第１電
極１１上に柱状に形成され、発光（表示）エリア７内に
おいて点在するようにする。スペーサ８を設けた箇所は
非発光部となるので、発光（表示）エリア７内に形成す
る際には該領域全体に対して該領域内に形成するスペー
サ総面積が２０％以下、実用的には１０％以下、対角２
０インチ以下の有機ＥＬ表示装置の場合には０．００１
～２％以下の占有面積とすることが好ましい。スペーサ
占有面積が大きくなると非発光部が欠陥として目立って
くるようになるからである。街頭の大型表示装置のよう
に観察者との距離が著しく離れている表示装置や全面に
拡散板等を設ける表示装置などのように、用途によって
はスペーサ占有面積が２０％より大きいものであっても
実質的に欠陥として認識されないものならば、これより
も大きな占有面積を占めていても構わないが、効率が低
下するので実用的ではない。また、スペーサ８は後に形
成する有機ＥＬ素子１０よりも、その先端が封止基板３
側に突出する高さを有していなければならない。
【００２３】次に有機ＥＬ層形成工程を実施する。図３
（ｄ）に示すようにスペーサ８を設けた透光性基板２上
に蒸着法等を用いて有機ＥＬ層１２および第２電極１３
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7
を連続して形成する。有機ＥＬ層１２は、第１電極１１
－第２電極１２間に通電することにより有機ＥＬ層１２
から所望の発光が得られる有機材料が用いられる。例え
ば、第１電極を陽極、第２電極を陰極とした場合には、
第１電極１１側から順に、正孔注入輸送層と有機発光層
の２層構造として形成したり、さらに有機発光層上に陰
極から電子を注入され易くする機能を有する電子輸送層
を設けた３層構造の有機ＥＬ層１２とする。有機ＥＬ層
１２は、これに限らず正孔注入層／正孔輸送層／発光層
／電子輸送層、正孔注入層／正孔輸送層／発光層、正孔
輸送層／発光層／電子輸送層とした多層構造を低分子系
の有機化合物を真空蒸着法を用いて構成したものや単層
有機化合物層を形成した構成などでも良い。本発明にお
いて有機ＥＬ層とは有機材料を含む発光層を備えたこれ
らの様々な構成の層を総称して広義の意味で用いてい
る。例えば、低分子系の有機材料としては正孔輸送層は
芳香族アミン誘導体のジトリル－ジフェニル－ビフェニ
ル－ジアミン（ＴＰＤ）やビス（ジトリルアミノフェニ
ル）シクロヘキサン（ＴＰＡＣ）などを用いることがで
き、有機発光層としてはトリス（８－キノリノラト）ア
ルミニウム錯体（Ａｌｑ）等を用いることができる。有
機発光層にドーパントを添加することによりアンドープ
発光層を用いた素子に比べて異なる発光波長の素子を得
ることができる。有機ＥＬ層１２は真空蒸着法等のドラ
イプロセスを用いて成膜すると良い。有機ＥＬ層１２お
よび第２電極１３をドライプロセスにて形成する場合に
は各層の界面が汚染されないように真空を保った環境下
にて連続して成膜する。
【００２４】また、有機ＥＬ層１２を形成する前には洗
浄工程を実施する。本発明においては透光性基板２表面
に柱状のスペーサ８を形成した後、有機ＥＬ層形成工程
に入るまでの間に第１電極１１表面に少なくとも物理的
な洗浄工程を施すことが好適である。物理的な洗浄工程
とは、基板表面をブラシで摩擦して基板表面に付着した
埃等を除去する等の物理的な接触を用いた洗浄工程を意
味する。一般的に、有機ＥＬ素子は大気中に放置するだ
けでダークスポットと呼ばれる非発光領域が拡大する現
象が生じる。そのため有機ＥＬ層形成工程を実施した後
に水洗等の工程も行う物理的な洗浄工程を実施すること
は殆ど不可能であるが、本願発明においては有機ＥＬ層
形成工程を実施する前にスペーサ８が形成してあるので
水洗等を伴う物理的な洗浄工程を実施することができ
る。よって、埃等を高効率で除去した有機ＥＬ素子を得
ることができ、塵等の微少付着物質に起因する不良が低
減する。スペーサ８は洗浄工程を実施した後に、高い割
合で残存するようにして形成する。枚葉式ブラシ洗浄機
を用いたテストではポリスチレン系化学増幅型レジスト
により形成した柱状スペーサは略１００％の確率で洗浄
前の膜厚、外観形状を保っていた。また、アセトン、イ
ソプロピルアルコールや半導体洗浄用の中性洗浄液中に
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浸漬して行った超音波洗浄においてもまったく問題がな
かった。
【００２５】有機ＥＬ層形成工程が終了した後には封止
工程を実施する。図３（ｅ）は封止工程を示す。封止基
板３表面に乾燥手段６を設け、封止基板３と有機ＥＬ素
子１０を形成した透光性基板２とを所定の封止空間５が
得られるように対向配設し、有機ＥＬ素子１０の周囲部
分をシール４を介して接着固定する。このとき、スペー
サ８が封止基板３もしくは乾燥手段６に直接に接触する
ように、または当接しないようにして封止する。封止工
程実施時においてスペーサ８が封止基板３内表面に当接
しないようにして封止した場合には、封止基板３もしく
は透光性基板２がたわむ等して封止空間５の容積が小さ
くなったときにスペーサ８が封止基板内表面に当接する
ものとし、その際に封止基板３内表面と有機ＥＬ素子１
０とが直接にぶつからないような高さのスペーサ８とす
る。スペーサ８が有機ＥＬ素子表面から突出する寸法は
概ね１０～１００μｍが好ましい。スペーサ８の弾力性
によっても異なるが、これより薄いと封止基板３内表面
と有機ＥＬ素子１０とが接触しやすくなり、厚いと薄型
化のメリットが乏しいからである。
【００２６】この実施形態においては、封止基板内面の
スペーサ８と当接する箇所には乾燥手段６を設けないよ
うにしているので、スペーサ８の厚みとしては少なくと
も［乾燥手段６＋有機ＥＬ層１２＋第２電極１３］の厚
みよりも厚くしなければならない。乾燥手段６を封止基
板３内面の全域に形成した場合にはスペーサ８が乾燥手
段６に当接する。通常はスペーサ占有面積を小さくする
ために断面積の小さな柱状スペーサ８とするので、乾燥
手段６にスペーサ８が当接するようにするとスペーサ８
が乾燥手段を貫通したり、斜め方向の力が加わって折れ
たりすることもあり得るので、スペーサ８が封止基板３
に直接に当接するようにした方が好ましい。ただし、ス
ペーサ８の［短辺側の径／高さ］の比率を略２以上とし
た場合には、かかる問題はほとんど発生しなかった。
【００２７】なお、乾燥手段６は例えば水分を捕らえる
乾燥剤を両面テープで封止基板表面に固定した後に表面
をテープにて覆って固定したり、乾燥剤を結着樹脂内に
分散させて基板表面に塗膜を形成するなどして得ること
ができる。乾燥剤としては例えば活性炭、ゼオライト、
活性アルミナ、シリカゲルなどの水分を物理的に吸着す
る乾燥剤や、水分を化学的に吸着する五酸化二燐（Ｐ

２

Ｏ
５
）、酸化バリウム（ＢａＯ）、酸化カルシウム（Ｃ

ａＯ）、酸化マグネシウム（ＭｇＯ）、酸化ナトリウム
（Ｎａ

２
Ｏ）などのアルカリ金属酸化物、硫酸リチウム

（Ｌｉ
２
ＳＯ

４
）、硫酸ナトリウム（Ｎａ

２
ＳＯ

４
）、

硫酸カルシウム（ＣａＳｏ
４
）などの硫酸塩、塩化カル

シウム（ＣａＣｌ
２
）、塩化ストロンチウム（ＳｒＣｌ

２
）、弗化タンタル（ＴａＦ

５
）、臭化マグネシウム

（ＭｇＢｒ
２
）、沃化バリウム（ＢａＩ

２
）などの金属
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ハロゲン化物、過塩素酸バリウム（Ｂａ（ＣｌＯ
４）

２
）などの過塩素酸塩などを用いることができる。

これらは、粒径を１～３０μｍ、好適には約１０μｍ以
下としたものが好ましい。粒径が大きすぎると有機ＥＬ
表示装置が厚くなるし、スペーサ８が封止基板３表面に
直接に当接するようにして形成した場合には、その分ス
ペーサ８を厚く設けなければならなくなるからである。
なお、乾燥剤の平均粒径を１０μｍ以下と細かくした場
合には封止基板３に散布するのみでも基板に付着するの
で特別に固定することなく乾燥手段６とすることもでき
る。
【００２８】以上の工程により有機ＥＬ表示装置１を形
成する。このようにして形成した有機ＥＬ表示装置１は
比較的低コストで薄型化、大面積化、軽量化を図ること
ができ、特に大面積の有機ＥＬ表示装置１を得る際に非
常に有効である。
【００２９】スペーサ８は、柱状のものに限らず壁状に
形成したものであっても構わないし、ＩＴＯ電極上のみ
でなく透光性基板２上に直接形成するものであっても構
わない。また、スペーサ８をＳｉＯ

２
などの無機化合物

により第１電極１１全面に形成した後に公知のフォトリ
ソグラフィ法を用いて形成することにより得ることも可
能である。しかしながらスペーサ８は、上記した理由に
より実用的には１０μｍ以上、好適には１５～４０μｍ
程度の厚みで、且つ、物理的な洗浄工程にも耐えられる
必要があるので、感光性樹脂材料からなるスペーサを用
いることが実用的である。通常の半導体フォトリスグラ
フィーにて多用されているフォトレジストは厚く形成す
る場合であっても概ね５μｍ程度の厚みが上限であるの
で、好ましくは化学増幅型ネガレジストを用いると良
い。また、１度に所望厚みのスペーサ８を得るのが困難
な場合には、これらの材料の任意の組合せからなる多層
構造のスペーサ８としても良い。
【００３０】以下、具体的な実施例について図３に示す
工程図を参照しながら説明する。
（実施例）透光性基板２として厚さ０．３ｍｍの１５０
ｍｍ×１５０ｍｍのガラス基板を用意し、その表面上に
有機ＥＬ表示装置に対応する所定パターンのＩＴＯ透明
電極からなる第１電極１１を０．２μｍ形成した。その
上にポリスチレン系化学増幅型ネガレジスト（ＪＳＲ社
製ＢＰＲ５０１Ｈ、粘度１６０ｃＰｓ）をスピンナーに
より塗布、プリベークを施して約２０μｍの感光性樹脂
層２２を形成した。約５０μｍの方形の開口部を有する
露光マスク２０を介して紫外線２１により露光（３６５
ｎｍ、２００ｍＪ／ｃｍ２）し、現像、リンス、ポスト
ベーク処理を施して柱状のスペーサ８を形成した。図４
（ａ）はスペーサ間ピッチを約１５０μｍとして多数形
成したスペーサ８の顕微鏡観察結果で、図４（ｂ）がそ
の拡大観察結果である。なお、発光（表示）エリア７の
大きさは２６ｍｍ×３６ｍｍである。次に、この基板を
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枚葉式ブラシ洗浄によるガラス基板洗浄装置（大日本ス
クリーン製）にてブラシ洗浄、薬品洗浄を施した後に、
真空チャンバー内にセットした。有機ＥＬ層１２として
正孔輸送層としてＴＰＤおよび有機発光層としてＡｌｑ
をそれぞれ２０ｎｍずつ連続して真空蒸着法により成膜
した。その後、第２電極１３としてＡｌ－Ｌｉ合金から
なる陰極を成膜マスクを用いて５０ｎｍ蒸着して有機Ｅ
Ｌ素子１０を形成した。次に、厚さ０．３ｍｍの１５０
ｍｍ×１５０ｍｍのガラス製の封止基板３表面に平均粒
径が約１０μｍのＢａＯ粒子を散布した乾燥手段６を設
けておいた基板を、乾燥手段６が有機ＥＬ素子１０と対
向するようにして貼り合せ、有機ＥＬ素子周辺部をシー
ル４により接着固定して封止した。その後図示しないス
クライブ装置により切断してシール４の外側のガラス基
板２，３を除去して有機ＥＬ表示装置を得た。このよう
にして作成した有機ＥＬ表示装置１は、ノギスにて測定
したところ略０．６５ｍｍの厚さであった。
【００３１】比較例として、スペーサ形成工程を実施し
ない以外は、すべて同一条件にて有機ＥＬ表示装置も作
製し、実施例サンプルおよび比較例サンプルについて寿
命試験等を実施した。その結果、両サンプルとも初期特
性、寿命特性とも大きな違いはなかったが、各サンプル
の有機ＥＬ表示装置の中心部に重りを載せた状態で温度
環境テストを実施したところ、比較例サンプルにおいて
はリークやショートの発生が見られたが、実施例サンプ
ルにおいてはリークやショートの発生が観察されなかっ
た。なお、ダークスポットの発生・成長等の様子や発光
特性については顕著な違いはなかった。
【００３２】本発明実施形態による有機ＥＬ表示装置は
以上のように構成されており、薄型化、大面積化、軽量
化を図ることができ、比較的簡便な方法で製造すること
ができる。特に大画面化を図った場合や、薄い厚さの基
板を用いた場合においては、基板のたわみ量が大きくな
るため、スペーサを設ける本発明が好適に適用され得
る。
【００３３】尚、上記した実施形態は、本発明の好適な
具体例であるから、技術的に好ましい種々の限定が付さ
れているが、本発明の範囲はこれらの態様に限られるも
のではない。例えば第１電極を陽極、第２電極を陰極と
した例で説明したが、第１電極を陰極、第２電極を陽極
とした構成の有機ＥＬ素子１０とすることもできる。ま
た、有機ＥＬ素子１０を設置した基板である透光性基板
２側から光りを照射するのではなく封止基板３側から光
りを照射する場合には、例えばプラスチック性の透光性
基板２の外面にアルミニウム反射膜を設け、封止基板３
を透光性プラスチックにより形成して封止基板３側から
光りを照射する構成とすることもできる。また、平面発
光素子の発光（表示）エリア内にスペーサを設ける例で
説明したが、単純マトリクスやアクティブマトリクスの
ようなドットマトリクス表示装置において、その表示画
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11
素以外の走査電極等の上にスペーサを設けたり、表示画
素で形成する電極間に設ける等の種々の応用も本願発明
に包含される。
【００３４】
【発明の効果】以上述べたように、本発明によれば、薄
型化、大面積化、軽量化を図った有機ＥＬ表示装置が提
供できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る有機ＥＬ表示装置の一実施形態の
概略平面図である。
【図２】図１の有機ＥＬ表示装置のＡ－Ａ線断面図であ
る。
【図３】本発明に係る有機ＥＬ表示装置の製造工程を
（ａ）～（ｅ）の順に説明する概略断面図である。
【図４】本発明に係る有機ＥＬ表示装置のスペーサ作成
後の状態を示す顕微鏡観察図である。（ａ）は発光（表
示）エリアに作成したスペーサの正面観察図、  （ｂ）
はその拡大図。
【図５】従来の単純ドットマトリクスタイプの有機ＥＬ
素子の構成を説明する概略斜視図である。
【図６】従来の封止した有機ＥＬ表示装置の一例を示す
概略断面図である。 *

12
*【符号の説明】
１，９０    有機ＥＬ表示装置
２          透光性基板
３，９１    封止基板
４          シール
５，９４    封止空間
６，９３    乾燥手段
７          発光（表示）エリア
８          スペーサ
１０，８０    有機ＥＬ素子
１１          第１電極
１２，８３    有機ＥＬ層
１３          第２電極
１４          封止層
２０          露光マスク
２１          光線
２２          感光性樹脂層
８１          ガラス基板
８２          陽極層（ＩＴＯ電極）
８４          陰極層
９２          シール層

【図１】 【図２】

【図４】
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